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 록 : 도  시뮬 이션 기법은 도  용액 개발에서부터 도 설비 제작, 공정 최 화  trouble shooting에 이르기

까지 도  산업 반에서 응용이 될 수있다. 재 우리나라에서는 도  시뮬 이션을 연구하는 연구자나 용하여 사

용하는 도  업체는 매우 드물다. 본 발표에서는 도  시뮬 이션 기법에 한 이론과 차 등을 설명하고 시뮬 이션 

기법을 용하여 공정 최 화나 도  두께 균일화를 이룬 몇가지 사례에 하여 소개하고자 하 다.

1. 서론 

일반 으로 도  두께는 피도물 체에 걸쳐 일정하지 않다. 이는 피도물에 인가되는 류 도 분포가 균일하지 않기 

때문이며, 피도물의 품질은 물론 원가에도 한 향을 미친다. 를 들어 귀 속 도 의 경우, 도  두께 불균일로 

인해 불필요하게 두껍게 도 이 됨으로써 원가상승 요인이 발생하고 있다. 장식 크롬도 의 경우에는 도  두께의 편

차로 인해 두꺼운 쪽에서는 크랙이 발생하여 내식성이 하되는 문제 이 발견되곤 한다. 도  시뮬 이션 기법은 

장에서 발생하는 여러 문제 을 해결하는 방법 에 가장 효과 인 방법이다. 피도물의 도  두께를 정확하게 측하

기 해서는 도 공정 에서 기하학 인 배치에 향을 받는 1차 류 도 분포와 도 반응의 분극거동에 의해 향

을 받는 2차 류 도 분포  용액의 유동 등에 의해 향을 받는 3차 류 도 분포를 정확하게 측하여야 한다. 

본 발표에서는 도 을 연구하는 학생과 연구원  장 작업자들에게 도  시뮬 이션의 이론과 실제를 소개하여 도

시뮤 이션 기법을 이해하는데 도움을 주고 극 으로 활용할 수 있는 계기를 만들고자 한다.   

2. 본론 

본 발표에서는 유한요소해석법(FEM)에 기반을 둔 도  시뮬 이션 로그램인 PlatingMaster (Elsyca 사)를 이용하여 

도 시뮬 이션 기법의 이론  차를 소개하 다. 한 국가 랫폼 기술개발 사업인 “습식 표면처리 산모사 랫

폼 개발” 과제를 수행하면서 도  두께를 측하고 두께 균일화를 해 도  시뮬 이션 기법을 용하 던 사례도 

함께 소개하 다. 

3. 결론 

도  시뮬 이션 기법을 통해 피도 체에 형성되는 류 도 분포 거동을 이해하고, 이로 인해 도  두께를 균일하게 

하기 한 여러 시도를 소개하 고, 이를 통해 효과 으로 성과를 낸 사례를 소개하 다. 도  시뮬 이션은 도 산업의 

선진화를 해서 필수 으로 활용되어야 할 기법이다.




